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반도체 정밀도 핵심 ‘연마제’, 우리 기업 추격 거세다

- 반도체 연마제 분야, 국내기업 특허출원 활발 -

# 인공지능, 자율주행자동차 등 시스템 반도체를 필요로 하는 4차 산업

기술의 빠른 성장과 더불어 낸드플래시 메모리의 본격적인 생산으로 

반도체 수요가 폭증함에 따라, 반도체 소재기술도 함께 주목받고 있다.

# 반도체 연마제인 CMP 슬러리는 대표적인 반도체 소재기술로서, 미국과 

일본의 글로벌 선도 기업들의 강세 속에서도 국내기업의 특허출원은 

꾸준히 증가하고 있다.

□ 특허청(청장 김용래)에 따르면, CMP 슬러리 관련 특허출원은 2009년 

87건에서 2018년 131건으로 연평균 4.7% 증가했다.

ㅇ 이 중 내국인의 출원 증가율은 6.1%로 외국인의 출원 증가율(3.6%)을

상회했고, 내국인의 출원 점유율은 2009년 39.1%에서 2018년에는 

44.3%로 5.2%만큼 증가했다. [붙임 1]

ㅇ 이는 국내 시장 점유율이 높은 글로벌 선도 기업들이 특허분쟁 등의 

사유로 특허출원에 주춤한 사이, 국내기업들이 CMP 슬러리 국산화 

비중 확대를 위해 꾸준히 노력한 결과로 보인다.

반도체 소자는 다수의 얇은 막이 적층되어 있어 정밀도를 높이기 위해서는 막이 형성될 

때마다 연마제와 패드를 이용하여 거친 면을 평탄화하는 공정이 필요한데, 이를 CMP* 

공정이라 하고, 이 때 사용되는 연마제가 바로 CMP 슬러리이다. [붙임 2]

* CMP(Chemical Mechanical Polishing): 화학적 기계적 연마
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ㅇ 최근 10년간(‘09년~’18년) CMP 슬러리 분야 다출원인 중 1위는 

케이씨텍이 차지하였고(건수, 점유율: 164건, 16.3%), 글로벌 기업인 

후지미(124건, 12.4%), 히타치(85건, 8.5%), 캐보트(83건, 8.3%)가 뒤를 

이었으며, 이 외에 삼성*(70건, 7.0%), 솔브레인(53건, 5.3%), LG(25건,

2.5%)가 10위권 안에 포함되었다. [붙임 3]

    * 삼성은 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성디스플레이의 출원건수를 합산

ㅇ 특히 국내 중견기업인 케이씨텍과 솔브레인이 활발한 특허출원

으로 CMP 슬러리 분야에서 내국인 특허출원 증가를 견인하고 

있는 점은 눈여겨볼 만하다.

□ 세부 기술별로 살펴보면, 실리콘 절연막 슬러리 관련 출원 

(36.4%, 365건)이 가장 많았다. 이어서 구리, 텅스텐 등 금속막 슬러리

관련 출원(28.9%, 290건), 연마입자 관련 출원(20.1%, 202건), 유기막,

상변화막 등 특수막 슬러리 관련 출원(7.5%, 75건) 순이었다. [붙임 4]

□ 출원인 유형별로 살펴보면, 외국기업이 61.2%(614건), 국내기업이 

37.5%(377건)로 국내외 기업들이 특허출원을 주도하였고, 기타 

국내대학은 1.0%(10건), 국내연구소는 0.2%(2건), 외국대학은 

0.1%(1건)로 저조했다. [붙임 5]

□ 특허청 유기화학심사과 유밀 심사관은, “우리 기업의 적극적인 특허

출원으로 CMP 슬러리 국산화 확대가 기대된다.”라며, “반도체의 

미세화, 고집적화는 계속 진행되고 있어서, 이러한 요구에 부합하는 

CMP 슬러리에 대한 기술개발은 여전히 필요할 것”이라고 밝혔다.

※ 붙임: CMP 슬러리 분야 출원인 국적별 출원동향 등

보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 유기화학심사과 
유밀 심사관(☎ 042-481-5666)에게 연락 주시기 바랍니다.
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붙임 1   CMP 슬러리 분야 출원인 국적별 출원동향 (2009~2018)

연도 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 계

출
원
건
수

내국인 34 26 20 40 38 30 61 36 46 58 389

외국인 53 43 83 63 61 57 82 49 51 73 615

내국인
출원점유율

39.1% 37.7% 19.4% 38.8% 38.4% 34.5% 42.7% 42.4% 47.4% 44.3% 100%

 ∎ 2019년에 출원된 건은 미공개건이 포함되어 있어서 분석대상에서 제외함
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붙임 2   CMP 슬러리 기술 개요

○ CMP 슬러리는 반도체 소자 제조공정 중에 형성되는 얇은 막(박막)을 

평탄화하는 공정에 사용되는 연마제를 말하며, 이 평탄화 공정을 

CMP 공정이라 한다.

○ CMP 슬러리는 기계적(Mechanical) 연마 역할을 하는 연마입자와 

화학적(Chemical) 연마 역할과 각종 기능을 가진 화학첨가제가 혼합된 

용액으로서, 연마입자는 실리카, 세리아 등의 금속산화물 세라믹 소재가 

주로 사용되고, 화학첨가제의 종류와 조합은 매우 다양하다.

○ CMP 슬러리는 연마 대상인 박막의 소재에 따라 달라지는데, 보통 

절연막 슬러리와 구리, 텅스텐 등의 금속막 슬러리로 크게 구분할 

수 있고, 비정질탄소막과 같은 유기막 슬러리도 있다.

[CMP 공정과 CMP 슬러리]

○ CMP 공정은 화학적(Chemical) 연마와 기계적(Mechanical) 연마가 

함께 이루어지는 하이브리드 공정으로서, 반도체 웨이퍼를 CMP

패드에 압착하고 이 사이로 CMP 슬러리를 흘려주면서 장비가 

CMP 패드를 고속으로 회전시키면 연마(평탄화)가 이루어진다.
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붙임 3   CMP 슬러리 분야 주요 출원인 출원동향 (2009~2018)

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 계 점유율

케이씨텍 4 1 4 23 28 12 29 13 24 26 164 16.3%

후지미 9 0 17 21 18 12 22 9 6 10 124 12.4%

히타치 10 11 16 3 12 7 4 3 7 12 85 8.5%

캐보트 5 2 4 5 8 12 23 11 8 5 83 8.3%

삼성* 5 8 6 5 2 7 11 7 8 11 70 7.0%

롬앤하스 5 2 10 7 1 5 3 8 1 17 59 5.9%

솔브레인 5 5 2 0 0 3 10 9 9 10 53 5.3%

바스프 1 6 14 8 5 7 7 2 1 1 52 5.2%

LG 13 6 3 2 1 0 0 0 0 0 25 2.5%

후지필름 3 1 3 1 0 0 3 0 6 5 22 2.2%

    * 삼성은 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성디스플레이의 출원건수를 합산

출원인
연도
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붙임 4   세부 기술별 출원 현황 (2009~2018)

구분
절연막
슬러리

금속막
슬러리

연마입자
특수막
슬러리

기타 계

출원건수 365 290 202 75 72 1004

비율 36.4% 28.9% 20.1% 7.5% 7.2% 100%

붙임 5   출원인 유형별 출원 현황 (2009~2018)

구분 외국기업 국내기업 국내대학 국내연구소 외국대학 계

출원건수 614 377 10 2 1 1004

비율 61.2% 37.5% 1.0% 0.2% 0.1% 100%


